 Nume student si grupa L4-L5 TEHNOLOGIA TRANZISTOARELOR BIPOLARE SI A CABLAJELOR IMPRIMATE Scopul lucrarii: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Studiul etapelor tehnologice de fabricatie a unui transistor npn planar epitaxial - se studiaza si se conspecteza reprezentarile grafice pe etape de realizare a tranzistorului, folosind materialul de studio care se poatecompleta sau anexa prezentului referat; - se studiaza prin vizualizare directa si/sau prin lupa structura interna a unor tipur de tranzistoare dezasamblate: mod de realizare, suportul de fixare a cipului, legatura de la pinii tranzistorului la straturile semiconductoare, structura monocristalului cu regiunile functionale, etc - - se retin observatii pentru concluzii 2 Identificare tipurilor de tranzistoare Determinarea prin masurari a integritatii tranzistoarelor - se vor alege 4 la 5 tranzistoare diferite din tipurile avute la dispozitie; - se identifica tipul tranzistorului, tipul de capsula si terminalele acestuia - completand datele cerute de tabelul 1; - folosind aparatul de masura se determina, dupa caz in functie de tipul aparatului de masura, rezistenta sau tensiunea dintre terminale (RBE, RBC, RCE - respectiv UBE, UBC, UCE) - Masuratorile se fac in ambele sensuri ale jonctiunii, adica in polarizare directa cat si in polarizare inversa - se completeza tabelul 1 si se desprind concluzii si observatii de natura practica Tabelul 1 Nr Cod si Tip transistor Tip capsula Dispunere terminale -desen / imagine Rezistente sau Tensiuni Concluzii RBE sau UBE RBC sau UBC RCE sau UCE 1 2 3 4 5 3 Studiul tehnologiei de realizare si de echipare a cablajelor imprimate - se studiaza aspectele constructive, de material a unor placi cuprate din care se realizeaza circuitele imprimate; - se analizeaza placile de cablaj imprimat puse la dispozitie si se stabileste metoda utilizata (prin corodare sau prin depunere Cu); - se observa modul de realizare (simplu strat, dublu strat), transferul metalizat al legaturilor intre straturi, posibilitatile de plantare al componentelor pasive si al dispozitivelor (PCB -Printed Circuit Board sau SMD - Surface Mount Technology), alte tipuri de componente si elemente de conectica - in baza materialului de studiu; - se localizeaza diferite circuite functionale dupa tipul de componente, modul de grupare si de interconectare si, dupa caz, folosind schema electrica a placii/circuitelor; - se retin observatii pentru concluzii; - se identifica zonele cu TBP sau alte dispositive / circuite integrate si se determina aria ocupata de un astfel de element; - se determina aria zonei cu TBP in vederea determinarii densitatii de elemente/TBP prin calcularea numarului maxim de componente folosind relatia: Nmax = Az / Ae In care: Az - aria zonei cu elemente, Az = L*l; L si l - fiind laturile zonei; Ae - aria unui element, calculata in functie de configuratia acestuia, poligon regulat, cerc sau semicerc - Se studiaza si se conspecteza, aici in referat, din materialul de studiu (paragraf 4 2 2) - REGULI DE REALIZARE A CABLAJELOR IMPRIMATE - 4 Concluzii generale desprinse din determinarile experimentale 5 Raspuns la intrebari (vezi materialul documentar pentru L4 si L5): Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate 